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Abstract (en)
The system has conducting contact units (24) projecting along a direction perpendicular to a plane of a printed circuit board (12), to be in electrical
contact with corresponding conducting drop terminals (16) of an external circuit (14). The terminals have main segments coaxial with contact units,
and folded end segments (44) contacting a clamp (30) to contact the contact units and being in a plane parallel to the board`s plane.

Abstract (fr)
Système de connexion sans soudure entre une carte à circuit imprimé (12) et un dispositif ou circuit externe (14), dans lequel la carte (12) comprend
un groupe connecteur (20) comprenant une pluralité d'éléments conducteurs de contact (24) faisant saillie suivant une direction perpendiculaire
au plan de la carte, destinés à recevoir en contact électrique des bornes conductrices de connexion (16) correspondantes d'un dispositif ou
circuit externe (14). Les bornes de connexion (16) du dispositif ou circuit externe (14) sont profilées de manière à présenter à leur extrémité une
conformation de contact à griffe (30) pour la prise sur un élément conducteur de contact (24) de la carte (12). <IMAGE>
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